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題

名 
DMAC外部アクセスで DACKが分割された場合の 
DREQサンプリングについてのご注意 情報分類 技術情報 

対象ロット等
適

用

製

品 

HD6417720 
HD6417705 

全ロット 
関連資料

SH7720ハードウェアマニュアル 
(RJJ09B0027-0200  Rev2.00) 
SH7705ハードウェアマニュアル 
(RJJ09B0075-0200H  Rev2.00) 

 

SH7720、SH7705の DMACの外部アクセスにおいて DACKが分割された場合の DREQサンプリングについて、 

ご使用上の注意事項がございます。ご理解、ご了承いただきたくお願いいたします。 

 

１．不具合現象 

DMACの外部アクセスにおいて、DACKが分割して出力される場合、DREQのサンプリングが当該外部アクセス中に、 

1回多く受け付けられる場合があります。 

 

２．不具合発生条件および現象 

条件：外部アクセスにおいて DACKが分割して出力される場合 

(a) 16バイトアクセス 

(b) 8bit空間に 32bitアクセス 

(c) 8bit空間に 16bitアクセス 

(d) 16bit空間に 32bitアクセス 

において、当該空間を DACKで以下のいずれかのアクセス間アイドルサイクル指定を行った場合。 

(i) ライト－ライトサイクル間アイドル指定（IWW＝001以上） 

(ii) 同一空間リード－リードサイクル間アイドル（IWRRS=001以上） 

(iii) 外部ウェイトマスク指定（WM＝0） 

   現象：上記のアクセスについて DREQ端子の検出タイミングは次頁以降の図 1、図 3のようになります。 

      上記以外のアクセスの場合は、図 2、図 4に示すように、正常に DREQが検出されます。 

 

３．回避方法 

    上記 2.に示した条件の外部アクセスにおいては、下記の方法で不具合を回避できます。 

１）DREQエッジ検出時：当該バスサイクル中、最大１回のみ DREQエッジ入力して使用してください。 

２）DREQレベル検出オーバラン０時：当該バスサイクル中、最初の DACK出力のネゲート検出後、次の DACK

出力のネゲート前までに、DREQ入力をネゲートしてください。 

３）DREQレベル検出オーバラン 1時：当該バスサイクル中、最初の DACK出力のアサート検出後、次の DACK

出力のアサート前までに、DREQ入力をネゲートしてください。 
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４．DREQ端子の検出タイミング図 

図 1. サイクルスチールモード・エッジ検出時の DREQ入力検出タイミング 

           サイクル間アイドルにより DACKが 4分割される場合 不具合発生時 

図 2. サイクルスチールモード・エッジ検出時の DREQ入力検出タイミング 

             サイクル間アイドルにより DACKが分割されないる場合 正常時 

図 3. サイクルスチールモード・レベル検出時の DREQ入力検出タイミング 

サイクル間アイドルにより DACKが 4分割される場合 不具合発生時 

CKIO

バスサイクル

DREQ
(立ち上がり)

DACK
(ハイアクティブ)

CPU DMACライト or リード

１回目受付 2回目受付
3回目受付の
  可能性あり

不感帯 不感帯

受付開始 受付開始

不感帯

CKIO

バスサイクル

DREQ
(立ち上がり)

DACK
(ハイアクティブ)

CPU DMACライト or リード

１回目受付 2回目受付

不感帯 不感帯

受付開始 受付開始

3回目受付

不感帯

CKIO

バスサイクル

DREQ
(オーバラン0
ハイレベル)

DACK
(ハイアクティブ)

CPU

１回目受付 2回目受付 3回目受付の可能性あり

不感帯 不感帯

CKIO

バスサイクル

DREQ
(オーバラン1
ハイレベル)

DACK
(ハイアクティブ)

CPU

１回目受付 2回目受付 3回目受付の可能性あり

不感帯 不感帯

受付開始

DMACライト or リード

DMACライト or リード

受付開始



RENESAS TECHNICAL UPDATE  TN-SH7-A567A/J 発行日：2005年 09月 21日 
 

Page 3 of 3 

図 4. サイクルスチールモード・レベル検出時の DREQ入力検出タイミング 

サイクル間アイドルにより DACKが分割されないる場合 正常時 
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